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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　融点が２４０℃以下のはんだ粒子、熱硬化性樹脂バインダー、及びフラックス成分を含
む熱硬化性樹脂組成物であって、前記熱硬化性樹脂バインダーが液状のエポキシ樹脂と液
状のフェノール樹脂硬化剤とを含有し、前記液状のフェノール樹脂硬化剤の含有量が前記
液状のエポキシ樹脂に対して５～３０質量％であることを特徴とする熱硬化性樹脂組成物
。
【請求項２】
　前記液状のフェノール樹脂硬化剤が、下記構造式（１）で示される化合物であることを
特徴とする請求項１に記載の熱硬化性樹脂組成物。
【化１】

（ｎは０～３の整数を示す。Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５は、それぞれ独立して、Ｈ又
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はＡｌｌｙｌを示す。）
【請求項３】
　前記はんだ粒子の含有量が、熱硬化性樹脂組成物全量に対して７０～９５質量％である
ことを特徴とする請求項１又は２に記載の熱硬化性樹脂組成物。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれかに記載の熱硬化性樹脂組成物を製造する方法であって、融点が
２４０℃以下のはんだ粒子、液状のエポキシ樹脂の一部又は全部、及びフラックス成分を
混合した後、液状のエポキシ樹脂の残余及び液状のフェノール樹脂硬化剤を添加して混合
することを特徴とする熱硬化性樹脂組成物の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、部品実装のための導電ペースト、特に熱硬化性はんだペーストとして使用さ
れる熱硬化性樹脂組成物およびその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、配線板等に半導体チップ等の電子部品を実装するにあたって、クリームはんだと
呼ばれる材料が使用されている（例えば特許文献１参照）。
【０００３】
　クリームはんだは、はんだ粒子、フラックス成分及び溶剤を含む組成物である。このク
リームはんだを使用した部品実装では、クリームはんだがリフロー炉中ではんだ粒子の融
点以上の温度に加熱されることで、はんだ粒子が溶融する。それと共に、高温でフラック
ス成分によりはんだ粒子表面の酸化層が除去されて、はんだ粒子が一体化し、これにより
配線板等の導体配線と電子部品との間の導通が確保される。このようなクリームはんだを
使用した部品実装プロセス（はんだリフロープロセス）では多くの部品を一括して接続で
き、生産性が高いものである。
【０００４】
　ところで、昨今のＰｂを排除するトレンドにしたがって、従来の代表的なはんだである
Ｐｂ共晶はんだに置き換わって、いわゆる“Ｐｂフリーはんだ”が使用され始めている。
Ｐｂフリーはんだとしては、例えば、Ｓｎ－Ａｇ－Ｃｕ系はんだや、Ｂｉのような低融点
金属を用いたはんだなどが知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００６－７５８７５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本出願人は、樹脂成分としてエポキシ樹脂などの熱硬化性樹脂を配合し、はんだ溶融と
ともに樹脂を熱硬化させる樹脂組成物を現在開発している。この樹脂組成物はクリームは
んだとして機能するものである。しかしながら、エポキシ樹脂を用いたとき、硬化剤によ
っては、はんだ溶融性と樹脂組成物の保存安定性とをともに満足しにくくなる場合がある
ということが分かった。
【０００７】
　本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、はんだが溶融一体化してリフロープロ
セスによる部品実装が可能であり、且つ保存安定性が良好な導電性の熱硬化性樹脂組成物
およびその製造方法を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　第１の発明は、融点が２４０℃以下のはんだ粒子、熱硬化性樹脂バインダー、及びフラ
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ックス成分を含む熱硬化性樹脂組成物であって、前記熱硬化性樹脂バインダーが液状のエ
ポキシ樹脂と液状のフェノール樹脂硬化剤とを含有し、前記液状のフェノール樹脂硬化剤
の含有量が前記液状のエポキシ樹脂に対して５～３０質量％であることを特徴とする熱硬
化性樹脂組成物である。
【０００９】
　第１の発明にあっては、前記液状のフェノール樹脂硬化剤が、下記構造式（１）で示さ
れる化合物であることが好ましい。
【００１０】
【化１】

　（ｎは０～３の整数を示す。Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５は、それぞれ独立して、Ｈ
又はＡｌｌｙｌを示す。）
　第１の発明にあっては、前記はんだ粒子の含有量が、熱硬化性樹脂組成物全量に対して
７０～９５質量％であることが好ましい。
【００１１】
　第２の発明は、第１の発明の熱硬化性樹脂組成物を製造する方法であって、融点が２４
０℃以下のはんだ粒子、液状のエポキシ樹脂の一部又は全部、及びフラックス成分を混合
した後、液状のエポキシ樹脂の残余及び液状のフェノール樹脂硬化剤を添加して混合する
ことを特徴とする熱硬化性樹脂組成物の製造方法である。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明に係る熱硬化性樹脂組成物は、部品実装に使用した場合、優れた機械的接合性と
電気的接合性とを発揮すると共に、粘度上昇が抑制されて保存安定性が高く、取扱性に優
れている。また、本発明に係る熱硬化性樹脂組成物の製造方法によれば、部品実装に使用
した場合、優れた機械的接合性と電気的接合性とを発揮すると共に、粘度上昇が抑制され
て保存安定性が高く、取扱性に優れた熱硬化性樹脂組成物を製造することができる。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明を実施するための形態について説明する。
【００１４】
　本発明に係る熱硬化性樹脂組成物は、はんだ粒子、熱硬化性樹脂バインダー、及びフラ
ックス成分を含有する。
【００１５】
　はんだ粒子としては、融点が２４０℃以下のはんだ粒子が用いられる。このはんだ粒子
の融点の下限は、１３０℃であることが好ましい。はんだ粒子としては適宜のものが使用
されるが、例えばＳｎをベースとした合金が挙げられ、具体的は、ＳｎとＡｇ、Ｃｕ、Ｂ
ｉ、Ｚｎ、Ｉｎ等の金属との合金が挙げられる。なお、はんだ粒子の融点は１８０℃より
高くてもよい。
【００１６】
　熱硬化性樹脂組成物中のはんだ粒子の含有量は、７０～９５質量％の範囲であることが
好ましい。この含有量が７０質量％に満たないと熱硬化性樹脂組成物中のはんだ粒子の割
合が少なくなり、熱硬化性樹脂組成物の硬化物による部品の電気的接合性が十分に発揮さ
れなくなるおそれがある。また、この含有量が９５質量％より大きいと組成物が高粘度化
してしまい、塗布作業性に支障をきたすおそれがある。
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【００１７】
　本発明では、熱硬化性樹脂バインダーは、エポキシ樹脂と、フェノール樹脂硬化剤とを
含有するものである。熱硬化性樹脂バインダーは、低い加熱温度でも充分な補強性（機械
的接合性）を発揮して部品実装を可能にするために、２４０℃以下の加熱温度でも充分な
硬化性を有する必要がある。そこで、エポキシ樹脂とフェノール樹脂硬化剤を用いるので
ある。それにより、優れた低温硬化性と接着性を発揮することができる。
【００１８】
　エポキシ樹脂は、熱硬化性樹脂バインダーの樹脂主成分となるものである。エポキシ樹
脂を用いることにより強固な樹脂硬化物を形成することができる。エポキシ樹脂としては
、液状のエポキシ樹脂が好適に使用される。液状のエポキシ樹脂を用いた場合、はんだ粒
子など他の成分を容易に分散することができる。
【００１９】
　フェノール樹脂硬化剤としては、フェノールノボラック樹脂、ナフタレン骨格含有フェ
ノール樹脂、ジシクロペンタジエン型フェノール樹脂、フェノールアラルキル樹脂などが
挙げられる。フェノール樹脂硬化剤の含有量は、エポキシ樹脂に対して５～３０質量％と
なるようにする。それにより、樹脂の硬化性と保存安定性とをバランスよく得ることがで
きる。また、エポキシ樹脂のエポキシ当量に対する硬化性官能基の化学量論上の当量比が
０．８～１．２の範囲となるようにフェノール樹脂硬化剤を配合してもよい。
【００２０】
　フェノール樹脂硬化剤は、上記の構造式（１）で示される化合物であることが好ましい
。構造式（１）で示される化合物を硬化剤として用いることにより、さらに樹脂の硬化性
と保存安定性とをバランスよく得ることができる。また、液状のフェノール樹脂硬化剤を
用いてもよい。液状のフェノール樹脂硬化剤を用いた場合、はんだ粒子など他の成分を容
易に分散することができる。なお、構造式（１）において、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ

５のいずれかはフェノール樹脂硬化剤の主鎖（ＣＨ２）と結合していてよい。
【００２１】
　熱硬化性樹脂バインダーは、エポキシ樹脂とフェノール樹脂硬化剤とからなるものであ
ってもよいが、熱硬化性樹脂バインダーには、さらに必要に応じて硬化促進剤が含有され
ていてもよい。硬化促進剤としては、２－メチルイミダゾール、２－フェニル－４－メチ
ルイミダゾール、２－フェニルイミダゾール等の各種イミダゾール類、１，８－ジアザビ
シクロ（５，４，０）ウンデセン－７、トリエタノールアミン、ベンジルジメチルアミン
等の３級アミン類をはじめとする各種アミン類、トリフェニルホスフィン、トリメチルホ
スフィン等の各種リン化合物などが挙げられる。
【００２２】
　フラックス成分としては、特に限定されるものではなく、アビエチン酸に代表されるロ
ジン成分材料、各種アミン及びその塩、セバシン塩、アジピン酸、グルタル酸等の有機酸
などを用いることができる。これらのフラックス成分は、一種類の成分であってもよく、
二種類以上の成分を混合してもよい。そしてこれらのフラックス成分の中でも、アビエチ
ン酸、アジピン酸、グルタル酸は、フラックス活性が高く、化合物としての安定性が高い
ことからより好ましい。
【００２３】
　フラックス成分の含有量は、フラックス成分と熱硬化性樹脂バインダーとの合計量に対
して１～５０質量％であることが好ましい。この場合、フラックス成分が優れたフラック
ス作用を発揮すると共に、熱硬化性樹脂組成物の硬化物による機械的接合性と電気的接合
性を更に向上することができる。
【００２４】
　熱硬化性樹脂組成物は、本発明の目的に反しない限り、上記以外の、通常用いられる改
質剤、添加剤、チクソ性付与剤等を含有してもよい。例えばこの熱硬化性樹脂組成物は、
粘度低減や流動性付与等のため、低沸点の溶剤や可塑剤を含有してもよい。
【００２５】
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　熱硬化性樹脂組成物を製造するにあたっては、まず、融点が２４０℃以下のはんだ粒子
、エポキシ樹脂の一部又は全部、及びフラックス成分を混合する。そしてその混合物に、
先にエポキシ樹脂の一部を用いた場合にはその残余と、フェノール樹脂硬化剤とを添加し
て混合する。このとき、エポキシ樹脂、フェノール樹脂硬化剤といった熱硬化性樹脂バイ
ンダーに含まれる成分が液状である場合、容易に各成分を混合することが可能となる。そ
して、このように製造すれば、はんだ粒子の周囲にフラックス成分を混合させて熱硬化性
樹脂組成物を得ることができ、室温下での保存安定性と加熱時のフラックス作用とを効率
よく発現することができる。
【００２６】
　こうして得られた熱硬化性樹脂組成物は、上記のとおり熱硬化性樹脂バインダーとして
エポキシ樹脂とフェノール樹脂硬化剤とを含有しているため、室温下における粘度上昇が
抑制される。このため、保存安定性が高いものである。
【００２７】
　本発明の熱硬化性樹脂組成物を用いて、導体配線を有する基板等に電子部品を実装する
ことができる。例えば電子部品として表面実装用のチップ部品を用い、基板としてプリン
ト配線板を用いる場合に、熱硬化性樹脂組成物をスクリーン印刷法等によりプリント配線
板上のパッドに塗布し、このプリント配線板上にチップ部品を、このチップ部品の端子と
前記パッドの位置が合致するように配置する。この状態で、チップ部品が配置されたプリ
ント配線板をリフロー炉内で加熱するはんだリフロープロセス等により、熱硬化性樹脂組
成物を所定の加熱温度まで加熱する。この加熱温度は、はんだ粒子が充分に溶融し、且つ
熱硬化性樹脂バインダーの硬化反応が充分に進行する適宜の温度に設定される。また、こ
の加熱温度は、はんだ粒子が溶融しきる前にエポキシ樹脂の硬化反応が進行してはんだ粒
子の凝集が阻害されるようなことがないように設定されることが好ましい。そのための好
ましい加熱温度は、はんだ粒子の融点よりも１０℃高い温度以上であり、且つはんだ粒子
の融点よりも６０℃高い温度以下である。例えば、はんだ粒子がＪＩＳ　Ｚ３２８２で規
定されるＳｎ９６．５Ａｇ３．０ Ｃｕ０．５のはんだ組成を有する場合、その融点は２
１８℃であり、この場合の加熱温度は２３０～２９０℃の範囲が好ましく、２３０～２６
０℃の範囲が特に好ましい。
【００２８】
　熱硬化性樹脂組成物が加熱されると、はんだ粒子が溶融すると共に、熱硬化性樹脂組成
物中のフラックス成分がフラックス作用を発揮する。このフラックス作用によりはんだ粒
子の表面の酸化層が除去され、はんだ粒子の一体化が促進されると共にはんだ粒子がパッ
ド及び端子とも溶融接合し、チップ部品の端子とプリント配線板のパッドとの間の電気的
接合がなされる。さらに、熱硬化性樹脂バインダーとして含まれるエポキシ樹脂とフェノ
ール樹脂硬化剤の熱硬化反応が進行し、チップ部品とプリント配線板との機械的接合がな
される。これにより、プリント配線板にチップ部品が実装され、プリント回路板が作製さ
れる。
【００２９】
　このように、本発明の熱硬化性樹脂組成物にあっては、室温下では、粘度上昇が抑制さ
れ保存安定性が高まる。そして、この熱硬化性樹脂組成物を用い、加熱して部品実装を行
うと、はんだ粒子が溶融すると共に、フラックス成分がフラックス作用を発揮し、はんだ
粒子の表面の酸化層が除去されてはんだ粒子の一体化が促進され、これにより電気的な接
合性を確保することができる。また、熱硬化性樹脂バインダーにおけるエポキシ樹脂とフ
ェノール樹脂硬化剤が熱硬化し、その硬化物により機械的な接合性を確保することができ
る。したがって、保存安定性、はんだ一体化による電気接合性、部品の接着性に優れた熱
硬化性樹脂組成物を得ることができるものである。
【実施例】
【００３０】
　以下、本発明を実施例によって具体的に説明する。
【００３１】
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　（実施例１）
　ＪＩＳ　Ｚ３２８２に規定された「Ｓｎ９６．５ Ａｇ３．０ Ｃｕ０．５」のはんだ組
成を有するはんだ合金を用い、このはんだ合金から、定法に従い、はんだ粒子を作製した
。はんだ粒子の平均粒径は、３０μｍ、融点は２１８℃であった。
【００３２】
　このはんだ粒子８５．０質量部、熱硬化性樹脂バインダーとして液状エポキシ樹脂（東
都化成製「ＹＤ１２８」）１２．３質量部、フラックス成分としてアビエチン酸２．０質
量部を配合し、ディスパーを用いて均一に混合した。次に、この混合物に、フェノール樹
脂硬化剤として液状フェノールノボラック「ＭＥＨ－８０００Ｈ」（構造式（１）で示さ
れるもの）０．７質量部を配合し、ディスパーを用いて均一に混合して、ペースト状の熱
硬化性樹脂組成物を調製した。
【００３３】
　（実施例２）
　液状エポキシ樹脂の含有量（合計量）を１１．０質量部とし、フェノール樹脂硬化剤の
含有量を２．０質量部とした。それ以外の条件は、実施例１と同一にして熱硬化性樹脂組
成物を調製した。
【００３４】
　（実施例３）
　液状エポキシ樹脂の含有量（合計量）を１０．１質量部とし、フェノール樹脂硬化剤の
含有量を２．９質量部とした。それ以外の条件は、実施例１と同一にして熱硬化性樹脂組
成物を調製した。
【００３５】
　（比較例１）
　フラックス成分を配合しなかった。それ以外の条件は、実施例２と同一にして熱硬化性
樹脂組成物を調製した。
【００３６】
　（比較例２）
　実施例１で用いたはんだ粒子７０質量部、熱硬化性樹脂バインダーとして液状エポキシ
樹脂（東都化成製「ＹＤ１２８」）２４．０質量部、硬化剤として変性脂肪族ポリアミン
（富士化成工業製「フジキュアＦＸＲ－１０８０」）４．０質量部、フラックス成分とし
てアビエチン酸２．０質量部を配合し、ディスパーを用いて均一に混合して、ペースト状
の熱硬化性樹脂組成物を調製した。
【００３７】
　（比較例３）
　銀粒子を用いた熱硬化性樹脂組成物を次のようにして調製した。
【００３８】
　銀粒子（平均粒径３０μｍ、融点９６２℃）８５質量部、熱硬化性樹脂バインダーとし
て液状エポキシ樹脂（東都化成製「ＹＤ１２８」）１１質量部、フェノール樹脂硬化剤と
して液状フェノールノボラック「ＭＥＨ－８０００Ｈ」２．０質量部、フラックス成分と
してアビエチン酸２．０質量部を配合し、ディスパーを用いて均一に混合して、ペースト
状の熱硬化性樹脂組成物を調製した。
【００３９】
　（比較例４）
　液状エポキシ樹脂の含有量（合計量）を１２．５質量部とし、フェノール樹脂硬化剤の
含有量を０．５質量部とした。それ以外の条件は、実施例１と同一にして熱硬化性樹脂組
成物を調製した。
【００４０】
　（比較例５）
　液状エポキシ樹脂の含有量（合計量）を９．９質量部とし、フェノール樹脂硬化剤の含
有量を３．１質量部とした。それ以外の条件は、実施例１と同一にして熱硬化性樹脂組成
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【００４１】
　（保存安定性）
　各実施例及び各比較例により調製された直後の熱硬化性樹脂組成物の粘度をＢ型粘度計
で測定した。この熱硬化性樹脂組成物を室温（２０～２５℃）で２４時間放置した後、再
びその粘度をＢ型粘度計で測定した。測定時の温度はともに室温とした。そして下記式に
より粘度上昇率（％）を算出した。
【００４２】
　粘度上昇率　＝　（２４時間後の粘度／製造直後の粘度）×１００
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　（はんだ溶融性）
　配線板（ＦＲ－４グレード）の表面にＡｕメッキが施された端子（パッド）を形成し、
このパッドの表面に、上記熱硬化性樹脂組成物をスクリーン印刷法により塗布した。塗布
後の熱硬化性樹脂組成物の塗膜厚みは約７０μｍであった。この配線板をリフロー炉で２
４０℃で１０分間加熱することによって、熱硬化性樹脂組成物を硬化させた。硬化物（硬
化した熱硬化性樹脂組成物）の外観を光学顕微鏡で観察し、下記評価基準で評価した。
【００４３】
　「◎」：全てのはんだ粒子が一体化して球体となっており、この球体の周りに形成され
た樹脂層にははんだ粒子は全く観察されない
　「○」：ほとんどのはんだ粒子が一体化して球体となっているが、この球体の周りに形
成された樹脂層には若干のはんだ粒子が観察される
　「×」：一体化したはんだ粒子が観察されない。
【００４４】
　（評価結果）
　以上の評価試験の結果を表１に示す。
【００４５】
　フラックス成分を含んでいない比較例１では、はんだ溶融性が悪い。硬化剤としてフェ
ノール樹脂硬化剤を用いていない比較例２では、保存安定性が悪い。２４０℃では溶融し
ない金属である銀を用いた比較例３では、はんだ溶融性が悪い。フェノール樹脂硬化剤の
含有量が少ない比較例４は、保存安定性が悪く、はんだ溶融性が低下する傾向にある。フ
ェノール樹脂硬化剤の含有量が多い比較例５は、リフロー処理によっても樹脂が硬化しな
かった。
【００４６】
　それに対し、各実施例の熱硬化性樹脂組成物は、保存安定性とはんだ溶融性と樹脂硬化
性とがすべて良好であった。
【００４７】
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【表１】
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